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コンテンツ開始




	進化を支える素材のチカラ三菱マテリアルの電子材料

	進化を加速させる素材のチカラ三菱マテリアルの電子材料





お知らせ

	
           
          電子材料事業 Webサイトをリニューアル公開しました
        

        





SEARCH

アプリケーション・用途から探す

 
  


半導体

半導体製品を支える高付加価値製品を、製造工程別にご紹介しています。



 VIEW MORE 

 
  


xEV

xEVの進化に貢献する高付加価値製品を、適用用途・部位別にご紹介しています。



 VIEW MORE 

 






PRODUCTS

製品ラインアップ

 
  


製品ラインアップ

当社グループが生産するマテリアルを生かしたユニークで高付加価値の製品を提供しています。

VIEW MORE 





	シリコン加工品 
	金錫（AuSn）
合金ペースト 
	薄膜形成剤 
	低α（アルファ）線
はんだ材 
	サーミスタ素子 
	サーミスタ
温度センサ 
	サージアブソーバ 
	フッ素製品
	無機導電性材料
	絶縁性黒色顔料
	熱線カット材料
	柱状晶シリコン
	一般化成品
	シール製品










PICK UP

	DA53（電源用サージアブソーバ）
電源ライン用サージアブソーバ／DA53シリーズは、マイクロギャップ方式により雷サージから素早く電子回路を保護する部品です。

	金錫（AuSn）合金ペースト
金錫（AuSn）合金を、工法の自由度の高いペーストとしてご提供しています。


	新製品
KH05シリーズ
KHシリーズは、ワイヤ・ボンディングプロセス対応のフレークタイプのNTCサーミスタです。

	新製品
STS-74
STS-74は、放熱フィン、各種部品や機器内部の表面温度検知に最適なネジ止めタイプのサーミスタセンサです。







SOLUTION / KNOWLEDGE

ソリューション・ナレッジ

  
   


ソリューション・ナレッジ

当社製品をお使いいただく際の使用例や、技術情報、解説などのお役立ち情報をご紹介しています。

 VIEW MORE 





	モビリティ向け
熱マネジメント
ソリューション 
	金錫（AuSn）合金
ペーストの特性 
	低α線めっき液の
特性 
	NTCサーミスタの
基本特性 
	NTCサーミスタの
使用例
	チップサーミスタ
出力特性
シミュレータ 
	サージアブソーバの基本特性 
	サージアブソーバの使用例 
	サージ対策
ソリューション 













		製品カタログダウンロード
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  当サイトでは利便性向上およびマーケティング活動のために閲覧履歴（クッキー）を収取しています。サイトご利用にあたっては右のボタンよりご同意お願いいたします。
 なお、この設定の変更は「サイトご利用にあたって」の「閲覧履歴の収集」から行えます。
    同意して閉じる

  




